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LTS 2002/108 DE-FI 


Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer primaren 
Einzelverpackung eines Wafers 


Die Erfindung betrif ft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zur Herstellung einer primaren Einzelverpackung eines 
Wafers , insbe sonde re eines aus einem Wirkstof f f ilm eines 
oder mehrerer Wirkstof fe entnommenen Wafers zur Verwendung 
als Dosiereinheit- und Darreichungsf orm fur Arzneimittel. 

Neben den bekannten Dosierf ormen fiir Arzneimittel , wie 
Tablet ten, Kapseln, Tropfen oder ahnlichen Darreichungs- 
formen, gibt es auch die Darreichungsf orm des 7/ Wafer w . Es 
handelt sich bei diesem um ein dunnes Plattchen aus einem 
Wirkstof f film mit einer vorbestimmten Wirkstof fmenge, das 
in seiner Dicke und seinen Abmessungen auf die abzugebende 
Wirkstof fmenge abgestimmt ist. Ein Wafer ist flexibel, 
weich, von geringem Gewicht und reiSfahig. Da die Kontakt- 
f lache des Wafers im direkten Zusammenhang mit der Dosier- 
menge des Wirkstoffs steht # mussen seine Abmessungen 
weitestgehend mit den errechneten iibereinstimmen und im 
Toleranzbereich liegen. Wegen der Abhangigkeit der 
Dosierung von der Flache darf das weiche Wirkstof f film- 
material vor dem Schneiden nicht gedehnt werden, da sonst 
die Wirkstof fmenge verandert werden wurde. Daher sind die 
Herstellung des Wafers und dessen Einzelverpackung oder die 
Verpackung mehrerer Wafer in eine Primarverpackungseinheit 
auch aufwendig. 

Aus der DE 198 00 682 Al ist ein Verfahren zur Herstellung 
einer Primarverpackungseinheit fiir film- oder oblatenartige 
Darreichungsf ormen (Wafer) zur oralen Applikation mit je 



einem Abschnitt einer Packstof f ober- und -unterbahn be- 
kannt. Das grundsatzlich auch auf Einzelverpackungen von 
Wafern anwendbare Verfahren hat ftir quadratische Oder 
rechteckige Wafer einen unterschied lichen Verf ahrensablauf 
5 gegeniiber der Herstellung von Wafern mit einer anderen 

Gestalt. Ftir quadrat ische oder rechteckige Wafer werden in 
einem ersten Schritt eine Packstof foberbahn und eine - 
unterbahn ohne Kalt- oder He i fiver f ormung tiber jeweils eine 
Umlenkwelle auf einandergeftihrt, wobei gleichzeitig die 
10 film- oder oblatenartige Darreichungsf orm mit Hilfe von 
Rollen oder Zangenvorziigen zwischen die beiden Packs toff - 
bahnen geffihrt wird. Dabei kann auch ein Wirkstof f f ilm als 
Bahnware - einbahnig oder mehrbahnig parallel im Ab stand 
zueinander - mit der gewiinschten Breite der Dosiseinheiten 
15 zugefiihrt werden. AnschlieSend werden Dosiseinheiten aus 
dem bahnf ormigen Wirkstof f film durch eine Querschneidevor- 
richtung vereinzelt, welche unmittelbar vor den Umlenk- 
wellen positioniert ist. In einem weiteren Verfahrens- 
schritt werden die beiden Packstof f bahnen mit Hilfe eines 
20 beheizten Siegelwerkzeuges derart gegeneinander gesiegelt, 
da£ die vereinzelt en Dosiseinheiten in Kompartimenten 
eingesiegelt werden und vollstandig von Siegeln&hten bzw. 
Siegelf lachen umgeben sind. In weiteren Verf ahrensschritten 
werden Perf orationen zwischen den Kompartimenten einge- 
stanzt und Primarverpackungseinheiten abgeteilt. 


Fair gewiinschte Wafer mit einer anderen als quadratischen 
oder rechteckigen Gestalt ist das Verfahren zur Herstellung 
der Prim&rverpackungseinheit nach der DE 198 00 682 Al wie 

30 folgt gestaltet: In einem ersten Verf ahrensschritt wird ein 
Laminat aus dem bahnf ormigen Wirkstof f film und einer 
Tragerfolie bereitgestellt, aus dem in einem weiteren 
Schritt mit einer Stanzvorrichtung die Dosiseinheiten aus- 
gestanzt werden, ohne daS die Tragerfolie durchgestanzt 

35 wird. Das angestanzte Laminat wird anschlieSend mit Hilfe 
von Rollen- oder Zangenvorziigen fiber eine Kante oder 


Utalenkwelle so umgelenkt, daS sich dabei die Dosiseinheiten 
von der Tr&gerfolie losen. Bedarfsweise kaxm dazu zusatz- 
lich auch ein Abstreifer verwendet warden. Danach werden 
eine Packs tof f oberbahn und eine -unterbahn ohne Kalt- Oder 
HeiSverformung fiber jeweils eine Umlenkwelle aufeinander- 
gefiihrt, wobei gleichzeitig die sich von der Tragerfolie 
abldsenden Dosiseinheiten z wise hen die beiden Packstof f- 
bahnen gefiihrt werden. Anschlie£end werden die beiden 
Packstof fbahnen mit Hilfe eines beheizten Siegelwerkzeuges 
derart gegeneinander gesiegelt, daS die vereinzelten 
Dosiseinheiten in Kompartimenten eingesiegelt werden und 
vollstandig von Siegelnahten bzw. Siegelf lachen umgeben 
sind. In weiteren Verf ahrensschritten werden Perf orationen 
zwischen den Kompartimenten eingestanzt und Prima rver- 
packungseinheiten abgeteilt. Es versteht sich von selbst, 
daS dieses Verfahren auch zur Herstellung und primaren 
Einzelverpackung von quadratischen Oder rechteckf ormigen 
Wafern verwendet werden kann. 

Aus der genannten DE 198 00 682 Al sind auch Vorrichtungen 
zur Durchfiihrung des jeweiligen Verfahrens bekanntgeworden. 
Eine dieser Vorrichtungen weist eine Vorratseinrichtung fur 
ein Laminat aus einem Wirkstof f f ilm und einer Tragerfolie, 
eine Schneid- bzw. Stanzeinrichtung filr den Wirkstof f film 
zum Stanzen eines Wafers auf der TrSgerfolie, ein Trenn- 
werkzeug zum Ablosen des Wirkstof f films von der Trager- 
folie, eine Vorzugseinrichtung fiir die Tragerfolie und 
damit auch den Wirkstof f film mit dem Wafer, eine Pack- 
stof fzufiihr- und -vorzugseinrichtung fiir zwei Packstof f- 
bahnen, die den jeweiligen Wafer (ibemehmen, ein beheiztes 
Siegelwerkzeug filr den Packstof f und ein Schneidwerkzeug 
zum Abtrennen des Siegelbeutels auf. 

Das Wafermaterial ist elastisch und kann infolge der 
mechanischen Beanspruchung bei der Transportbewegung 
zwischen die Packstof f oberbahn und die -unterbahn seine 



Form und seine Abmessungen verandern, wobei die Gefahr 
besteht, daS sich auch die Wirkstof fmenge im vereinzelten 
Wafer andert, da ja die F lac he des Wafers mafigebend fur die 
Dosierung des Wirkstof fs ist. Hit den vorbeschriebenen Ver- 
5 f ahren kann die geforderte Konstanz der Wirkstof fmenge 

nicht sichergestellt warden, da das Waf ermaterial vor dem 
Einfiihren zwischen die Packstof fbahnen jeweils mechanisch 
beansprucbt wird. 

10 Es ist Aufgabe der Erf indung, ein Verfahren und eine Vor- 
richtung zur Herstellung einer primaren Einzelverpackung 
eines Wafer nach dem Oberbegrif f des Anspruchs 1 und des 
Anspruchs 6 so zu gestalten, daS das Waf ermaterial 
mechanisch unbelastet bleibt. 

15 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren nach dem Oberbegrif f 
des Anspruchs 1 und einer Vorrichtung nach dem Oberbegrif f 
des Anspruchs 6 jeweils durch deren kennzeichnende Merkmale 
geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den jeweiligen 
20 Unteranspriichen aufgefiihrt. 


Die erf indungsgema&e Verfahren besteht darin, dafi ein 
Laminat aus einer Tragerfolie und einem Wirkstof f film 
bereitgestellt und abgezogen wird, wobei die Tragerfolie 
vom Wirkstof f film geldst und separat aufgewickelt wird. 
Durch die Vorzugsbewegung der Tragerfolie wird auch der 
Wirkstof f film vorwartsbewegt . Mit s einem vorderen Ende wird 
dieser mechanisch belastungsf rei zwischen zwei ruhende 
Packstof fbahnen gefiihrt, von diesen fixiert und zur Her- 
30 stellung des Wafers im vorbestimmten riickwartigen Abstand 
von diesen quergeschnitten. Anschliefiend wird der zwischen 
den Packstof fbahnen f ixierte Wafer gemeinsam und synchron 
mit diesen vorgezogen, wobei die Vorzugskraf t an den Pack- 
stof fbahnen angreift, und einer Siegelstation zugefiihrt. In 
35 dieser Siegelstation werden die Packstof fbahnen auSerhalb 
des Anordnungsbereiches des Wafers zu einem Beutel 



gesiegelt, der im AnschluS daran von den Packstof fbahnen 
abgetrennt wird. 

In bekannter Weise wird das Laminat im Coatingverf ahren 
5 hergestellt und anschlie&end zu Streif en geschnitten, die 
aufgespult warden, wobei die Breite einer Spule der Breite 
des gewiinschten Wafers Oder eines Vielfachen dieser Wafer- 
breite entspricht. Werden mehrere Wafer aus der Spule 
geschnitten, werden die einzelnen Wafer gespreizt und auf 
10 die Breite gebracht, die notwendig ist, um sie in die Pack- 
stof fbahnen einzuftigen. Die Spule wird als Vorratsspule 
bereitgestellt • Der besondere Vorteil des Verfahrens liegt 
darin, dafi der Wafer ohne mechanische Beanspruchung trans- 
port iert und gefiihrt wird* Das Verf ahren wird dabei so 
15 durchgeftihrt, dafi die jeweilige Vorzugslange der TrSger- 
folie und damit auch des Wirkstoff films der gewiinschten 
Lange eines Wafers entspricht, so daS die Wafer auSerst 
prazise reproduzierbar und stets gleich sind. Damit hat 
jeder Wafer auch die gleiche Wirkstof fdosis . Der ver- 
20 einzelte Wafer wird danach wahrend der Vorzugsbewegung der 
Packstof fbahnen iiber seine gesamte Ausdehung zwischen 
diesen festgehalten und dabei mechanisch nicht belastet. 
Beim Siegeln der Packstof fbahnen zu einem Beutel besteht 
keine Gefahr einer Beschadigung des zwischen diesen 
fixierten Wafers. Das Verf ahren ist einfach durchzuf iihren . 


In einer bevorzugten Ausfiihrung wird der von der Trager- 
folie geloste Wirkstof f film in vertikaler Ausrichtung 
zwischen die bei diesem Verf ahrensschritt ruhenden und im 

30 Abstand voneinander angeordneten Packstof fbahnen gefiihrt. 
Anschliefiend werden diese an den Wafer angelegt und mit 
gleicher Vorzugsgeschwindigkeit und in gleicher Vorzugs- 
richtung beidseits des Wirkstof f films vorgezogen, so daS 
der Wirkstof f film mechanisch unbelastet zwischen den Pack- 

35 stof fbahnen mit vorgezogen wird. Am Einlauf des Wirkstof f- 
films werden die Packstof fbahnen dabei durch eine Klemm- 
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vorrichtung gefuhrt, die die Packs toff bahnen am Ende des 
Arbeit staktes # bei dem der Wirkstof f film mit seinem vor- 
deren Ende zwischen die Packs toff bahnen verbracht wurde, an 
den Wafer andruckt und fixiert* Eine Relativbewegung 
5 zwischen diesem und den Packs toff bahnen ist dadurch aus- 
geschlossen. In dieser Position wird der Wirkstof f film im 
vorbestimmten Ab stand von der Klemmstation zur Abtrennung 
eines Wafers quergeschnitten und im nachsten Arbeitsschritt 
vollstandig und belastungsf rei zwischen die Packs toff bahnen 
10 eingezogen und mit vorgezogen. 

IB Die Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verf ahrens weist in 
bekannter Weise eine Vorratseinrichtung fiir das aus einer 
Tragerfolie und einem wirkstof f film gebildete Laminat, ein 
15 Trennwerkzeug zum Ablosen des Wirkstof f films von der 

TrMgerfolie, eine Vorzugseinrichtung fiir diese und damit 
auch den Wirkstof f film, ein Schneidwerkzeug fiir diesen, 
eine Packstof fzufiihr- und -vorzugseinrichtung ftir zwei 
Packstof f bahnen, die auch von einer Packstof f rolle kommen 
20 und mittels eines Trennverf ahrens vereinzelt und umgelenkt 
werden kdnnen, ein beheiztes Siegelwerkzeug fiir den Pack- 
stof f und ein Schneidwerkzeug zum Abtrennen des fertigen 
Siegelrandbeutels auf. Erf indungsgemafi ist die Pack- 
stof fzufiihr- und -vorzugseinrichtung mit einer Aufnahme- 
und Klemmvorrichtung fiir das vordere Ende des Wirkstof f- 
films versehen, die in vertikaler Richtung unter dem 
Trennwerkzeug zum Ablosen des Wirkstof f films und dem 
Schneidwerkzeug fiir diesen angeordnet ist, derart, dafi der 
von der Tragerfolie gelSste Wirkstof f film wahrend eines 
30 Vorschubtaktes in vertikaler Richtung nach unten in die 
Aufnahme- und Klemmvorrichtung gelangt. Dabei wird der 
Wirkstof f film mechanisch nicht belastet. 

Die Aufnahme- und Klemmvorrichtung ist bevorzugt aus 
35 Klemmrollen gebildet, zwischen denen die Packstof f bahnen 
aespannt gefiihrt sind und die zwischen einer Aufnahme- 
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stellung fur den Wirkstof f f ilia und. einer Klemmstellung fiir 
diesen in horizontaler Richtung und somit quer zur Vor- 
zugsrichtung des Wirkstof f films gegenlaufig zueinander be- 
wegbar sind. Zur Bildung eines Einlauf trichters fur den 
5 wirkstof ffilm k6nnen dabei zwei Paare von Klennnrollen 
iibereinander angeordnet sein. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausfuhrungs- 
beispiels erlautert. In den zugehSrigen Zeichnungen zeigen 
10 schematisch: 



Pig.l:eine Vorrichtung zur Herstellung einer primaren 
Einzelverpackung eines Wafers und 


15 Fig. 2 bis 5s eine zugehdrige Aufnahme- und Klemmvorrichtung 
fiir en Wafer in auf einanderf olgen Verf ahrensschritten. 

Die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung weist eingangsseitig 
eine Vorratsspule 1 mit vorzuziehendem, aus einer Tr&ger- 
20 folie 2 und einem Wirkstof ffilm 3 bestehendem Laminat 4, 
eine umlenkrolle 5 und einen Abstreif er 6 zum Ablosen des 
Wirkstoff films 3 von der Tragerfolie 2 und eine Spule 8 zum 
Aufwickeln der Tragerfolie 2 auf. Unter der Trennrolle 7 

•sind zum exakten Ausrichten des von der Tragerfolie 2 
5 geldsten Wirkstof f films 3 Fvihrungsbahnen oder -leisten 9, 
eine Querschneidvorrichtung 10 mit einem Messer (nicht 
weiter dargestellt) und eine Packstof f zufunr- und -vorzugs- 
einrichtung 11 fiir zwei Packstof fbahnen 12 angeordnet, die 
scnneidvorrichtungsseitig eine aus zwei Paaren von iiber- 
30 einander angeordneten Klemtnrollen 13 und 14 gebildete Auf- 
nahme- und Klemmvorrichtung auf weist. Die Packstof fbahnen 
12 sind auf Vorratsrollen 15 angeordnet und iiber die 
Klemmrollen 13 und 14 zu Vorzugsrollen 16 gefiihrt, durch 
die sie klemmend f ixiert sind und vorgezogen werden, 
35 wodurch sie auch gespannt an den Klemmrollen 13 und 14 

anliegen. Zwischen diesen (13, 14) und den Vorzugsrollen 16 
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sind beheizte Quersiegel- und Langssiegelwerkzeuge 17 und 
18 und in Vorzugsrichtung nach den Vorzugsrollen 16 ein 
Flachmesser 19 als Querschneidwerkzeug angeordnet. 

Zur Herstellung einer primaren Einzelverpackung eines 
Wafers wird Laminat 4 mit der vorbestimmten Breite des 
Wafers in der vorbestimmten Lange desselben von der 
Vorratsspule 1 durch eine Betatigung der Spule 8 abgezogen. 
Dabei wird der Wirkstof f f ilm 3 durch die Trennwalze 7 von 
der Tragerfolie 2 geldst und vertikal nach unten durch die 
Fiihrungsbahnen oder -leisten 9 ausgerichtet, wobei diese 
keine Klemmf unktion gegenfiber dem Wirkstof f film 3 haben. 
Bei diesem Vorgang gelangt das vordere Ende des Wirkstof f- 
f i litis 3 zwischen die in ihrer Auf nahmeposition im Ab stand 
voneinander befindlichen Klexnmrollen 13 und 14, uber die 
wirkstof ffilmseitig die Packs t of fbahnen 12 geftthrt sind und 
in der Auf nahmeposition gespannt an diesen anliegen. Die 
Packs t of fbahnen 12 sind vom vorhergehenden Zyklus mit einer 
Quersiegelnaht 20 versehen, die nun die Front- oder Boden- 
naht des herzustellenden Siegelrandbeutels bzw. der pri- 
maren Einzelverpackung des Wafers darstellt. Dieser Ver- 
f ahrensschritt ist in Fig. 2 dargestellt. Im nachsten 
Verfahrensschritt (Fig. 3) werden die Packstof fbahnen 12 
durch die Klexnmrollen 13 , 14 an den vorderen Bereich des 
vorgezogenen Wirkstof f films 3 angedrilckt und dieser 
zwischen den Packstof fbahnen 12 fixiert, indem diese (13, 
14) aufeinander zu bewegt werden. Vom Wirkstof f film 3 wird 
nun ein Wafer 21 in der vorbestimmten Lange durch die Quer- 
schneidvorrichtung 10 abgetrennt. Danach werden die Pack- 
stof fbahnen 12 mit dem zwischen diesen geklemmten Wafer 
durch eine synchrone Betatigung der Vorzugsrollen 16 bis 
zur Position der rilckseitigen Quersiegelnaht vorgezogen 
(Fig. 4), wobei der Wafer 21 reibungsfrei und mit der 
gleichen Geschwindigkeit wie die Packstof fbahnen 12 bewegt 
wird. In dieser Position werden die Packstof fbahnen 12 an 
den beiden Langsseiten durch die beiden 
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Langssiegelwerkzeuge 18 und an der hinteren Querseite durch 
das Quersiegelwerkzeug 17 miteinander heiEversiegelt . Die 
entstehende Quersiegelnaht ist dabei so breit gewahlt, daS 
diese quergeteilt werden kann und sowohl die rilckseitige 
5 Siegelnaht der gerade gef ertigten, jedoch. noch zu verein- 
zelnden primaren Einzelverpackung als auch die Fornt- oder 
Bodennaht der nachtf olgenden Einzelverpackung ergibt. Im 
Anschlufi an das Siegeln werden die Klemmrollen 13 # 14 in 
ihre Aufnahmeposition verbracht und somit geoffnet. In Fig, 
10 5 ist dieser Verf ahrensschritt dargestellt. Der n&chste 

Zyklus beginnt wieder mit dem Einfiihren des Wirkstof f films 
I zwischen die in der Auf nahmeposition befindlichen Klemm- 
rollen 13 und 14, wie vorstehend beschrieben ist, Nach 
jedem Zyklus wird eine auf diese Weise hergest elite prixnare 
15 Einzelverpackung 22 eines Wafers 21 durch. das Flachmesser 
19 von der nachf olgenden Einzelverpackung abgetrennt. 


20 



30 


35 
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PATENTANS PRUCHE 


Verfahren zur Herstellung einer primaren Einzelver- 
packung eines Wafers, bei dem ein Lamina t aus einer 
Tragerf olie und einem Wirkstof f film bereitgestellt 
wird, der Wirkstof f film mit vorbestimmter Lange 
quergeschnitten und von der TrSgerfolie geldst wird, 
zwischen zwei Packs t of fbahnen gefiihrt und mit diesen 
einer Siegelstation zugefiihrt wird, die Packstof f- 
bahnen zu einem Beutel gesiegelt und dieser von den 
Packstof fbahnen abgetrennt wird, dadurch gekenn- 
zeichnet , dafi die vom Wirkstof f film (3) geloste 
TrSgerf olie (2) in der vorbestimmten Lange des Wafers 
(21) vorgezogen und gleichzeitig der von dieser 
geloste Wirkstof f film (3) mit seinem vorderen Ende 
mechanisch belastungsf rei zwischen die ruhenden Pack- 
stof fbahnen (12) gefiihrt, von diesen aufgenommen und 
fixiert und im Abstand von diesen zu einem Wafer (21) 
mit der vorbestimmten Lange quergeschnitten wird, und 
dafi anschlieEend der Wafer (21) gemeinsam und synchron 
mit den Packstof fbahnen (12) vorgezogen und der 
Siegelstation (17/ 18) zugeflihrt wird, in der die 
Packstof fbahnen (12) auSerhalb des Bereiches des 
zwischen diesen fixiert en Wafers (21) gesiegelt 
werden • 

Verfahren nach Anspruch 1# dadurch gekennzeichnet , daS 
der von der Tragerf olie (2) geloste Wirkstof f film (3) 
in vertikaler Ausrichtung zwischen die beidseits 
desselben einlaufenden Packstof fbahnen (12) gefiihrt 
wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet , dafi das L6sen des Wirkstof ffilmes (3) von 
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der vorgezogenen Tragerfolie (2) an einer Kante oder 
Umlenkrolle (5) erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch qekennzeichnet . daS 
das Losen des Wirkstof f f ilmes (3) von der Tragerfolie 
(2) mit Unterstiitzung eines Abstreifers (6) erfolgt, 
der zwischen dem Wirkstof f film (3) und der Tragerfolie 

(2) angeordnet ist. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch qekennzeichnet , dag 
die Packstof fbahnen (12) am Einlauf des Wirkstof f films 

(3) in die Packstof fzufiihr- und -vorzugseinrichtung 
(11) uber eine Klemmvorrichtung (13/ 14) gefiihrt sind, 
durch die die Packstof fbahnen (12) wahrend des 
Abtrennens des Wafers (21) vom Wirkstof f film (3) und 
w&hrend ihres nachf olgenden Vorzuges an diesen derart 
angedrlickt warden r daS eine Relativbewegung zwischen 
dem Wafer (21) und den Packstof fbahnen (12) 
ausgeschlossen ist. 

Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens zur Her- 
stellung einer primaren Einzelverpackung eines Wafers, 
mit einer Vorratseinrichtung fiir ein Lamlnat aus einem 
Wirkstof f film und einer Tragerfolie, einer Trennrolle 
zum Abldsen des Wirkstof f films von der Tragerfolie, 
einer Vorzugseinrichtung fur die Tragerfolie und daxnit 
auch den Wirkstof f film, einer Querschneidvorrichtung 
fiir den Wirkstof f film, einer Packstof fzufiihr- und - 
vorzugseinrichtung fiir zwei Packstof fbahnen, einem 
beheizten Siegelwerkzeug fiir den Packstof f und mit 
einem Schneidwerkzeug zum Abtrennen des Siegelbeutels, 
dadurch qekennzeichnet ^ daS die Packstof fzufiihr- und 
-vorzugseinrichtung (11) mit einer Aufnahme- und 
Klemmvorrichtung (13/ 14) fiir das vordere Ende des 
Wirkstof f films (3) versehen ist, die in vertikaler 
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Richtung unter der Trennrolle (7) und der Querschneid- 
vorrichtung (10) angeordnet ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch qekennzeichnet , 
da£ die Aufnahme- und Klemmvor richtung aus Klemmrollen 
(13, 14) gebildet ist, zwischen denen die Packstoff- 
bahnen (12) gefiihrt sind, wobei die Klemmrollen (13, 
14) zwischen einer Aufnahmestellung und einer Klemm- 
stellung ftir den Wirkstof f f ilm (3) quer zu diesem 
gegenlSufig zueinander bewegbar sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch qekennzeichnet/ 
dafi zwei Faare von Klemmrollen (13 # 14) iibereinander 
angeordnet sind. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

5 Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer primaren 

Einzelverpackung eines Wafers 


10 Die Erf indung betrif ft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zur Herstellung einer primaren Einzelverpackung eines 

•Wafers, bei denen ein Laminat aus einer Tragerfolie und 
einem Wirkstof f f ilm mit vorbestimmter Lange quergeschnitten 
und von der Tragerfolie gelds t wird, zwischen zwei Pack- 
15 stof fbahnen gefuhrt und mit diesen einer Siegelstation 
zugeftihrt wird, die Packs t of fbahnen zu einem Beutel ge- 
siegelt und dieser von den Packstof fbahnen abgetrennt wird. 
Sie lost die Aufgabe, das Verfahren und die Vorrichtung so 
zu gestalten, daS das Waf ermaterial mechanisch unbelastet 
20 bleibt. Das Verfahren sieht vor, dafi die vom Wirkstof f film 
(3) geloste Tragerfolie (2) in der vorbestimmten LSnge des 
Wafers (21) vorgezogen und gleichzeitig der von dieser ge- 
loste Wirkstof f film (3) mit seinem vorderen Ende mechanisch 
belastungsfrei zwischen die ruhenden Packstof fbahnen (12) 

•5 gefuhrt, von diesen aufgenoznmen und fixiert und im Abstand 
von diesen zu einem Wafer (21) mit der vorbestimmten Lange 
quergeschnitten wird, und da& anschlieSend der Wafer (21) 
gexneinsam und synchron mit den Packstof fbahnen (12) vor- 
gezogen und der Siegelstation (17/ 18) zugeftihrt wird. Die 
30 Vorrichtung ist dazu mit einer Packstof f zufuhr- und -vor- 
zugseinrichtung (11) mit einer Aufnahme- und Klemmvor- 
richtung (13/ 14) ftlr das vordere Ende des Wirkstof f films 
(3) versehen, die in vertikaler Richtung unter der Trenn- 
rolle (7) und dem Querschneidwerkzeug (10) angeordnet ist. 
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